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1. はじめに

　プリント配線パターンの外観検査自動化については従来
から多くの研究開発がなされてきた。プリント配線パター
ン検査自動化に関する総合的な報告として文献 1)～4)があ
る。検査方式としては，配線パターンに通常存在しない特
異な形状特徴がある場合，これを欠陥とする方式があ
る 5),6)。この方式は比較を必要としないので簡易なシステム
で自動検査を実現できる。しかし正常なパターンと類似し
た欠陥を検出できない。検査の信頼性を高めるために検査
対象パターンと基準パターンを比較して不一致部分を欠陥
と判定する方式がある。比較を画素ベース行う方式の内，
基準パターンとして実物パターンを用いる例 7),8)や設計デー
タを用いる例 9),10)がある。画素ベースの比較ではなく，パ
ターンの分岐や端点などの特徴点を抽出して，これらの存
在を比較する方式がある 11)。この場合は，両パターンの精
密な位置合わせが不要である。しかし特徴点として抽出で

きない欠陥は検出できない。また配線接続情報（トポロ
ジー）を使った方式がある 12),13)。これは光学的な電気接続
性検査とも言えるものである。この方式は配線パターンの
接続状態については検査できるが，パターンの細かな変形
を検出する点では他の方式に劣る。
　以上の検査方式は検査対象のパターンを 2値化して，何
らかの手法でパターンの形状を検査するものである。他
方，主に半導体パターンの検査に用いられる方式として検
査対象パターンを多値濃淡画像の状態で検出し，基準パ
ターンとの濃淡画像差を求めて不一致部分を欠陥と判定す
る手法がある 14)。半導体パターンは多層であり 2値化によ
りパターンを抽出できないこと，また半導体パターンは公
差（許される変形誤差）が少ないので濃淡画像差をとるこ
とにより不一致部分を検出し欠陥と判定することができる
のでこの方式がとられる。しかしプリント配線パターンの
場合は，パターンの公差が大きいので，濃淡画像差をとる
方式では虚報（正常であるが欠陥と判定すること）が増え
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　概要　本研究は，プリント配線板パターンの外観検査自動化手法に関するものである。従来の検査手法としては，パターン
を 2値化後，通常存在しない特異な形状を欠陥として検出する手法，検出パターンと基準パターンとを比較して不一致部分を
欠陥として検出する手法などがある。本研究ではパターンの変形のみを欠陥として検査するだけでなく，パターン表面の暗化
についても欠陥として検出する検査手法について報告する。この目的の従来手法としては，パターンを多値濃淡画像の状態で
検出して基準パターンとの差を求めて，差が判定基準値を超えたとき欠陥ありと判定する手法がある。従来手法では，パター
ンの公差や位置合わせ誤差を欠陥と誤判定することがある。本研究では，パターン境界線の濃淡変化方向を考慮して濃淡画像
差を計算する手法を提案した。本手法を実験した結果，従来手法と比べて虚報の抑制の点で優れていることが明らかとなった。

Abstract
This paper describes an automated method of visually inspecting printed wiring board patterns. With 

existing inspection methods, a detected pattern is first binarized, and then out-of-rule features or unmatched 
portions between the detected pattern and the standard pattern are detected as defects. The proposed 
inspection method detects both deformation and discoloration of the pattern as defects. The conventional 
inspection method for this purpose subtracts a standard pattern from the pattern to be inspected in gray 
scale. If the sum of subtraction exceeds the criteria, it is judged that there is a defect in the pattern. This 
method often gives rise to false alarms, judging deformation within tolerance levels and misalignments as 
defects. The new inspection method takes account of the direction of the density change of the pattern 
edge for subtraction. Experimental results revealed the effectiveness of the proposed method to suppress 
false alarms compared with the conventional method.
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